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⽂部科学省 次世代半導体の研究開発等に関する検討会

「センサー」

2024年2⽉16⽇⾦曜⽇9:30-12:00, ⽂科省16F科学技術・学術政策研究所⼤会議室
若林 整 (NEC 13年、ソニー7年弱、東⼯⼤10年)

東⼯⼤ 科学技術創成研究院 集積Green-niX+研究ユニット
(兼)技術経営専⾨職学位課程

l 社会動向
l センサー
l ⼈材育成

資料2-6
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イノベーションマネジメント研究科 技術経営専攻「企業実践セミナー」資料 62 

電機産業の国際競争力向上のためのSWOT 
• 2位狙いでは無く、1位狙いで応募したい。 

外部環境分析 
電機産業の 

国際競争力向上 
Opportunity (機会) 
•ICT, Cloud/Big-data,  
 Smart Xの潮流 
•IC chip moduleへの知の集積 

Threat (脅威) 
•強力な競合企業の存在 
•過度な低コスト化競争 

内
部
環
境
分
析 

Strength (強み) 
•高度な材料/装置産業 
•高度アプリ/サービス産業 
•円安による良好企業業績 

積極的攻勢(取り込める機会) 
•サービスから材料/装置までの 
 共創促進 
•Japan Foundryの創設 

差異化戦略(脅威回避方法) 
•ものづくりとアプリ/サービスの 
 強みを基にGame change 
•車応用に特化等 

Weakness (弱み) 
•ものづくり力低下傾向 
•標準化の拙攻 

段階的施策(機会を逃さない施策) 
•ものづくりの再興 
•国際交渉力向上の施策 
•Set in a Chip実現に向けて 
 Supply Chainを再構築 

防衛/撤退(最悪回避方法) 
•ものづくりからサービス立国への 
 転換 

My SWOT in January, 2014
lIt has been 

discussed on 
the requirement 
to estabilish 
the Japan Foundry
n Rapidus/LSTC 

in CY2022
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国際社会動向とSensors 本⽇紹介内容
l世界⼈⼝増⼤鈍化傾向
l環境保全

n ⾃然環境
l保全

vエネルギー循環 x Multi-modal sensing
l変化への対策

v環境 x Multi-mondal sensing
n 職環境改善︓週休3⽇化
l⼈ x Multi-modal sensing

n ⽣活環境改善
l⼈ x Multi-modal sensing
l⾐ x Multi-modal sensing
l⾷ x Multi-modal sensing
l住 x Multi-modal sensing
l情報 x Multi-modal sensing

lWhatの例
nCMOS image sensor業界
n畜産⽜の24h montoring
n雷Sensor network

lHowの例
n半導体産業全体のDigital twin化

l⼈材育成例
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lHybrid-bonded CIS, Sony, 
8.4, iedm16

lCIS/DRAM/Logic, Sony
l https://techinsights.com/about-
techinsights/overview/blog/Sony-Launches-First-Three-
Layer-960-fps-Camera-with-Sandwich-Stacked-DRAM/

3D-stacked back-side CMOS image sensor (CIS)

Hybrid bonding
(Cu-Cu, SiO2/SiO2)
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0.5-um pitch 3-layer CIS, Samsung, 40-1, iedm23

lPhoto diode

lSense amp

lLogic
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超⾼精細III-V/Si SWIR imager, Sony, 16.7, iedm19
lShort-Wavelength InfraRed: SWIR, 短波⾚外
lIn0.53Ga0.47As-Chip on Wafer (CoW) then WoW

4 inch

Oil Water Salt Sugar
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PETERによる信州伊那地⽅畜産⽜の24-h monitoring
l JST/COI後加速の東⼯⼤EISESiVコンソーシアム(サイレントボイスの

地球インクルーシブセンシング):Motion sensor, Edge AI, LPWA通信, Could AI
l https://www.titech.ac.jp/news/2021/061547

PETER
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Graphene電界センサーによる雷Sensor network
l JST/COI加速の東⼯⼤EISESiVコンソ

ーシアム(サイレントボイスの
地球インクルーシブセンシング)
n 電界センサー(北陸先端⼤)
n Edge AI, LPWA通信、Cloud AI
n 雷ソリューション専業︓⾳⽻電機⼯業(株)

lhttps://www.jaist.ac.jp/whatsne
w/press/2021/11/26-1.html
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Life-cycle assessment (LCA), imec, 28-1, iedm23
lLogic集積回路における

環境負荷Scopes 1, 2 & 3



10February 16th, 2024; Hitoshi Wakabayashi, Tokyo Institute of Technology

開発環境負荷低減:Exa-scale TCAD,TSMC,18-1,iedm21
lHighからLow-levelまで lChiplet全体計算

lProcess
tool内部も
対象
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環境負荷低減︓Fabからデバイスまで、Samsung
lIntelligent fab, Samsung, 
28-4, iedm23

lFab空調
lCO2 emission

lRestructuring TCAD, 
Samsung, 18-2, iedm21

lWafer-level 
TCAD再構築
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半導体集積回路産業Digital twin化による環境負荷低減
l 短TAT開発や環境負荷⾒積りに⼤きな効果
l GDSIIからOASISへの移⾏
l 短TAT製造にも効果
l 国内企業群の継続的育成が必要

n 社会的インパクト
n 社会システム運⽤
n サプライチェーンのモデル化
n 環境負荷のモデル化
n ⼈材育成のモデル化

n Chip動作とCloud運⽤
n Chip製造・設計・R&D

n 装置(産業)モデル化
n 製造装置の製造・効率活⽤・経年管理

n 材料の製造・効率活⽤・経年管理
n Material informatics

による機能材料開発

n など多岐

l ⼤学・研究機関も貢献可能
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⽂科省X-nics/集積Green-niX研究・⼈材育成拠点
l https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0005/04.pdf
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⽬標とする⼈材像︓LSI innovator
lLSI innovatorは

n 技術と市場を深く理解して
新市場を創設する契機をつくる
次世代の半導体業界のヒーロー
l 半導体産業は新市場を創設する魅⼒ある分

野であることを広く知らしめる役割も担う
n 年齢に依らず、マネージャーとして

皆を巻き込みリードできる⼈材
lLSI innovator育成⽅法

n Integrated Green-niX College
創設
l Green-niX共同で東⼯⼤に設置
l 全参画機関の知を結集して育成
l 拠点外とも連携して育成
l LSIイノベーターによる

LSIイノベーターの拡⼤再育成

社会からの
期待 マーケティ

ング

システム設
計

LSI仕様
設計

回路設計

ライブラリ
/IP設計

レイアウト
設計

材料技術装置技術

デバイス技
術

ウエハ
製造

チップ
評価

PoC試作

製品出荷

営業販売

LSI innovator

電気電⼦系
材料系
応⽤化学系機械系

システム制御系

経営⼯学系

情報⼯学系

リベラルアーツ
研究教育院
(東⼯⼤での
該当教育組織)

技術経営

情報通信系
電気電⼦系

情報通信系
電気電⼦系

情報通信系
電気電⼦系

情報通信系 融合理⼯学系
数理・計算科学系

数理・計算科学系
システム制御系

情報通信系
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Tamachi 2031O-okayama Suzukakedai

結⾔
l センサー

n CMOS image sensors
n JST/COI後のEISESiVコンソーシアム

l 畜産⽜の24h montoring
l 雷Sensor network

l 半導体集積回路産業のDigital twin化
l ⼈材育成︓⽂部科学省X-nics/集積Green-niX

n デザイン指向/MOT的アプローチの重要性
l 本研究は、⽂部科学省次世代X-nics半導体創⽣拠点形成事業JPJ011438の助成を受けたものです。

東京⼯業⼤学は2024年10⽉1⽇より、東京科学⼤学(科学⼤、Institute of Science Tokyo)


